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(57) Abstract: Layered systems in prior art are inefficient at cooling an external hot gas. The inventive layered system (1) comprises 
^ an external porous layer (10), in which the pore walls (22) of the pores (25) have differing thicknesses. This improves the cooling 
^2 action by preventing too much heat from entering the layered system (1). 
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VerofTentlicht: 

— mit internal ionalem Recherchenbericht 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguiaren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Schichtsysteme nach dem Stand der Technik weisen eine nicht effiziente Kuhlung gegen ein auBeres hei- 
Bes Gas auf. Das erfindungsgemaB ausgebildete Schichtsystem (1) weist eine auBere porose Schicht (10) auf, wobei die Porenwande 
(22) der Poren (25) eine unterschiedliche Dicke der Porenwande (22) aufweisen. Somit kann die Kuhlung unter Schutz vor zu hohem 
Warmeeintrag fur das Schichtsystem (1) verbessert werden. 



